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(54) OBERFLAECHENBESCHICHTETER STECKVERBINDER

(57) Oberf!achenbeschichteter Steckverbinder zum Einsatz in der Informationstechnik. Ziel der
Erfindung ist die Entwicklung eines Steckverbinders kieiner Masse mit Prazisionsabmessungen
unter Beibehaltung der Qualitats- und Zuverldssigkeitsparameter und Einsatz eines
kostenguinstigen Tragerwerkstoffes fir Kontakt- und Leiterteile, wobei durch eine
Oberflachenbeschichtung die Kontakt- und Leitereigenschaften des Steckverbinders ausreichend
gesichert werden. Die Erfindung besteht im Einsatz der Materialschichtkombination
Tragerwerkstoff — Zwischenschicht — Deckschicht fir die Kontakt- und Leiterteile, wobei als
Tragerwerkstoff wie bekannt eine Aluminiumliegierung verwendet wird, die Zwischenschicht
besteht aus einem chemisch abgeschiedenen Metall, die Deckschicht aus bekannten galvanischen
oder chemischen Edel- und/oder Unedelmetallen und deren Legierungen. Die VerschleiRfestigkeit
der Materialschichten bildet in ihrer GroRe eine alternierende Folge und verhélt sich proportional
sur GréRe des Kontaktwiderstandes der Materialschichten. Die Erfindung ist in der Elektrotechnik/
Elektronik bei Kontaktbauelementen mit geringer elektrischer Leistungsbelastung einsetzbar.
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Oberflichenbeschichteter Steckverbinder
Anwendungsgebiet der Erfindung

Die Erfindung betrifft einen oberflichenbeschichteten
Steckverbinder, wie er vorzugsweise als Koaxialsteck-

- verbinder in der Informationstechnik eingesetzt wird.

Charakteristik der bekannten technischen Iosungen

Bs sind oberflichenbeschichbete Steckverbinder bekannt,
bei denen die Kontakt- und Leiterteile aus einem elek-
trisch leitenden Trigerwerkstoff bestehen, dessen notwen-
dige Kontakt- und Leitereigenschaften durch spezielle
Deckschichten erreicht werden. Als Tragerwerkstoff werden
Kupferlegierungen eingesetzt, die Deckschicht bestenht aus
Edel- bzw. Unedelmetallen. Nachteilig wirken sich insbe-
sondere die lMasse der Kupferlegierungen und die sehr hohen
Materialkosten aus.
Informationsquelle: Megla: Dezimeterwellentechhik,

‘ VEB Verlag Technik Berlin

Weiter gibt es oberfliachenbeschichtete Steckverbinder, bei
denen Aluminiumlegierungen als Trigerwerkstoff verwendet
werden. Hierzu sind zwei Varianten bekannt:

1. Die vollkommene anodische Oxidation der Leiter- und
Kontaktteile und nachtrédgliches Blankdrehen der Kontakt-
stellen. Die auf den blanken, korrosionsgefdhrdeten Kon-
taktstellen sich sofort bildende sehr harte und nicht
leitende Oxidschicht 133t sich nur durch groBe Kontakt-
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krifte zerstdren, die in der Informationstechnik aufgrund
der Miniaturisierung der Steckverbinder nicht mehr gege-
ben sind.
Informatlonsquelle: Meglas Dezimeterwellentechnik

VEB Verlag Technik Berlin

' 2. Das Aufbringen von mehreren Schichten auf den Trager-

werkstoff zur EBrzielung der Korrosionsbestidndigkelt, ge-
ringer Kontakt- und Ieiterwiderstdnde und mechanischer
VerschleiBfestigkeit. Durch ungenigende Mekrostreufdhig-
keit der einzelnen Schichten ist eine exakte Toleranz-
einhaltung der Passungs- und Ieiterdurchmesser nicht ge-
geben und scheidet fir derartige Anwendungsfdlle aus.
Informationsquelle: Socapex, Frankreich
Rundsteckverbinderkatalog

Ziel der Erfindung

Das Ziel der Erfindung ist der Einsatz eines kostengiinsti-
gen Trigerwerkstoffes fur Kontakt- und Leiterteile, welcher
durch eine Oberflichenbeschichtung ausreichende Kontakt-
und Ieitereigenschaften des Steckverbinders sichert.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Der Erfindung liegt die technische Aufgabe zugrunde, einen
Steckverbinder kleiner Masse mit Pridzisionsabmessungen unter
Beibehaltung der Qualitats- und Zuverlissigkeitsparameter

zu entwickeln,

ErfindungsgemsB wird die Aufgabe dadurch geldst, daB die
Kontakt- und Ieiterteile aus der Mater 1alscnlchtﬁomblnat1cn
Tragerwerkstoff - ZWlschenscnlcnt - Deckschicht bestehen.
Als Trégerwerkstoff wird, wie bekannt, eine Aluminiumlegie-
rung eingesetzt, die Zwischenschich® besteht aus einem
chemisch abgeschiedenen Metall. Die VerschleiBfestigkeit

der lMaterialschichten bildet in ihrer GrdBe eine alternie-
rende Folge und verhdlt sich proportiomal zur GroBe dss
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Kontaktwiderstandes der Materialschichten. In der weite-
ren Ausfihrung bestehen Trééerwerkstoff, Zwischenschicht
und Deckschicht aus nicht ferromagnetischen Werkstoffen,
die Zwischenschicht vorzugsweise aus Nickel, die Deck-
schicht aus chemisch oder galvanisch abgeschiedenen HEdel-
und/oder Unedelmetallen und deren Iegierungen, vorzugs-
weise Zinn. Die Zwischenschicht und die Deckschicht kSnnen
so aufgebracht werden, daB sie nur an den Kontaktstellen
vorhanden sind. Weiter ist es mdglich, daB die Zwischen~
schicht die Funktion der Deckschicht Ubernimmt und zur
Erhohung der.Hirte einer Wirmebehandlung unterzogen wird.

Ausfithrungsbeispiel

Am Beispiel eines koaxialen Hochfrequenzsteckverbinders
soll die Erfindung nZher erliutert werden.

Bin koaxjaler Hochfrequenzsteckverbinder besteh’ im wesent-
lichen aus einem AuBenleiter und einem {iber Stiitzscheiben
konzentrisch angeordneten Innenleiter, wobei das Masse-
verh@ltnis von AuBenleiter zu Innenleiter zirka das Zehn-
fache betridgt. Bine Kupfersubstitution wirkt sich deshalb
am AuBenleiter besonders Gkonomisch aus.

ErfindungsgemdB wird der AuBenleiter spanabhebend aus Alu-
miniumlegierung-Halbzeugen gefertigt, wobei.der technolo-
glsche Ablauf, KonstruktionsmaBe und ProzeBparameter \
(hauptsidchlich die Schnittgeschwindigkeit) keiner Verin-
derung bedirfen. Da aber Aluminium innerhalb kurzer Zeit
in der atmosphérischen Luft eine elektrisch nicht leitende
Oxidschicht bildet, welche durch die Kontaktkrdfte beim
Rontakiierungsvorgang nicht zerstdrs werden kann, ist das
Aufbringen einer elektrisch gut leitenden, verschleiffesten
und korrosionsbestidndigen Cberflzche ndtig. Auf den Triger-
werkstoff des AuBenleiters wird eine Schichtkombination
aus chemisch abgeschiedenen Nickel und galvanisch abgeschie-
denen Zinn aufgebracht. Die Zwischenschicht aus chemisch
abgeschiedenen Nickel ist aufgrund ihrer guten Makrostreu-
f3higkeit gleichmiflig auf den Konturen des Konbalkt- und
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leiterteiles vorfertigungsgenau verteilt und garantiert
deamit die notwendige lMafgenauigkeit zur Einhaltung der
Prizisionsabmessungen fir niedrige Reflexionsfaktoren bis
zu hochsten Frequenzen. Diese in den ProzeBparametern be-
nerrschbare dinne Zwischenschicht ist unmagnetisch und
verhindert die Ausbildung eines frequenzabhingigen kom-
plexen Wellenwiderstandes. Die relative Dichtheit dieser
Schicht und die gube VerschleiBRfestigkeit erhdhen die Kor-
rosions- und Abriebeigenschaften des Trigerwerkstoiffes.
Neben der Funkbion als Diffusionsbarriere verbessert sich
aufgrund ihrer Hirteeigenschaften das Federungsverhalten
der Buchsenlamellen und es tritt eine Reduzierung der
Strompfadverlingerungen ein. Die Zwischenschicht ist gleich-
zeitig die Haftgrundlage flr galvanisch oder chemisch ab-
geschiedene bekannte Deckschichten. Die gegeniber der Zwi-
schenschicht weichere Deckschicht bzw. Deckschichtkombi-
nation dient als Kontaktwerkstoff, ihre Schichtdicke ist
anwendungsspezifisch. Die relativ geringe Hiarte ermdglicht
einen gewissen Selbstreinigungseffekt der Kontaktildchen
durch Fremdschichtzerstdrung beim Kupplungsvorgang auch bei
kleinen Kontaktkraften und gestattet die Ausbildung grof~
flichiger Elementarkontakte und die ErhShung der Redundanz
der Kontaktstellen zur Erzielung niedriger Kontektwider-
stdnde bel relativ kleiner elektrischer Ieitfdhigkeit die-
ser Deckschicht. ‘

Wehrend des Steckvorganges bt die Deckschicht auBerdem
noch eine gewisse Schmierwirkung auf die harte Zwischen-
schicht aus, ebnet die Oberflichenrauhigkeiten ein und ver-
bessert die Gleiteigenschaften.



10

15

20

25

30

35

L o= J I W i

Erfindungsanspruch

T.

Oberfléachenbeschichteter Steckverbinder, dessen Kon-
takt- und Leiterteile aus einem elektrisch leitfihigem
Tragerwerkstoff und einer elektrisch leitfZhigen Deck-
schicht bestehen, gekennzeichnet dadurch, daB die Xon-
takt- und Leiterteile aus der Materialschichtkombina-
Tion Tragerwerkstoff - Zwischenschicht - Deckschicht
nit dem Tridgerwerkstoff aus bekannten Aluminiumlegie-

rungen und der Zwischenschicht aus einem chenmisch ab-

geschiedenen letall bestehen, wobei die Verschleifife-
stigkeit der liaterizlschichten in ihrer GrsBe eine al-
ternierende Folge ist und sich proportional zur Groésle
des Kontaktwiderstandes der lMaterialschichten verhilt.

Oberflédchenbeschichteter Steckverbinder nach Punkt 1,
gekennzeichnet dadurch, dal Trigerwerkstoff, Zwischen-
schicht und Deckschicht aus nich’t ferromagnetischen
Werkstoffen bestehen.

Oberflichenbeschichteter Steckverbinder nach Punkt 1,
gekennzeichnet dadurch, daB die chemisch abgeschiedene
Zwischenschicht vorzugsweise aus Nickel besteht.

Oberfléachenbeschichteter Steckverbinder nach Punkt 1,
gekennzeichnet dadurch, daB die Deckschicht aus che-
misch oder galvanisch abgeschiedenen 3Idel- und/oder
Unedelmetallen oder deren Iegisrungen besteht.

Oberfldchenbeschichteter Steckverbinder nach Punkst 1,
gexennzeichnet dadurch, daB die Deckschicht vorzugs—
weise aus Zinn besteht.

Oberflachenbeschichteter Steckverbinder nach Punkt 1,
gekennzeichnet dadurch, daB die Zwischenschicht und die
Deckschicht nur an den Kontaktstellen vorhanden ist.
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7. Oberfldchenbeschichteter Steckverbinder nach Punkt 1,
gekennzeichnet dadurch, dafl dle Zwischenschicht die
Funktion der Deckschicht iibernimmt.

8. Oberflichenbeschichteter Steckverbinder nach Punkt 1,
gekennzeichnet dadurch, daB er einer Wirmebehandlung
unterzogen wird.
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